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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic
component (10) comprising a flexible carrier strip (100,
1100) and an optoelectronic semiconductor chip (200). A first
electric connection surface (210) is formed on a front face
(201) of the optoelectronic semiconductor chip, and a second
electric connection surface (220) is formed on a rear face
(202) of the optoelectronic semiconductor chip. An
electrically conductive first contact region (135) and an
electrically conductive second contact region (145) are
formed on the carrier strip. The first contact region is
arranged on a fold-over portion (120) of the carrier strip. The
rear face (202) of the optoelectronic semiconductor chip faces
an upper face (101) of the carrier strip, and the upper face
(101) of the fold-over portion of the carrier strip faces the
front face (201) of the optoelectronic semiconductor chip.
The first electric connection surface (210) is connected to the
first contact region (135) in an electrically conductive
manner, and the second electric connection surface (220) is
connected to the second contact region (145) in an electrically
conductive manner.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Herstellung Ein optoelektronisches Bauelement (10) umfasst einen
flexiblen Trégerstreifen (100, 1100) und einen optoelektronischen Halbleiterchip (200). An einer Vorderseite (201) des
optoelektronischen Halbleiterchips ist eine erste elektrische Anschlussflache (210) ausgebildet. An einer Riickseite (202) des
optoelektronischen Halbleiterchips ist eine zweite elektrische Anschlusstldche (220) ausgebildet. An dem Trégerstreifen sind ein
elektrisch leitender erster Kontaktbereich (135) und ein elektrisch leitender zweiter Kontaktbereich (145) ausgebildet. Der erste
Kontaktbereich ist an einem Umklappabschnitt (120) des Tragerstreifens angeordnet. Die Riickseite (202) des optoelektronischen
Halbleiterchips ist einer Oberseite (101) des Trégerstreifens zugewandt. Die Oberseite (101) des Umklappabschnitts des
Tragerstreifens ist der Vorderseite (201) des optoelektronischen Halbleiterchips zugewandt. Die erste elektrische Anschlussfldche
(210) ist elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich (135) verbunden. Die zweite elektrische Anschlussfldche (220) ist
elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich (145) verbunden.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Her-

stellung

Vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauele-
ment gemal Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum Herstel-
len eines optoelektronischen Bauelements gemalB Patentanspruch
12.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2014 110 067.0, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Bauelemente
bekannt, bei denen optoelektronische Halbleiterchips, bei-
spielsweise Leuchtdiodenchips, auf flexiblen, streifenfdrmi-
gen Tragern angeordnet sind. Solche optoelektronischen Rau-
elemente werden beispielsweise zur Beschilderung und zur Be-
leuchtung verwendet. Bei der Herstellung solcher optoelektro-
nischer Bauelemente werden Leuchtdiodenchips auf Tragerstrei-
fen geldtet, die hierflir eine hohe Temperaturbestandigkeit

aufweisen miissen, was mit hohen Kosten einhergeht.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein

optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Bauelements anzugeben. Diese Aufgabe
wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 12

geldst. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhangigen An-

sprichen angegeben.

Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen flexiblen
Tragerstreifen und einen optoelektronischen Halbleiterchip.
An einer Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips

ist eine erste elektrische Anschlussflache und an einer Ruck-
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seite des optoelektronischen Halbleiterchips eine zweite
elektrische Anschlussflache ausgebildet. An dem Tragerstrei-
fen sind ein elektrisch leitender erster Kontaktbereich und
ein elektrisch leitender zweiter Kontaktbereich ausgebildet.
Der erste Kontaktbereich ist an einem Umklappabschnitt des
Tragerstreifens angeordnet. Die Riickseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips ist einer Oberseite des Tragerstreifens
zugewandt. Die Oberseite des Umklappabschnitts des Trager-
streifen ist der Vorderseite des optoelektronischen Halb-
leiterchips zugewandt. Die erste elektrische Anschlussflache
ist elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich verbun-
den. Die zweite elektrische Anschlussfldache ist elektrisch
leitend mit dem zweiten Kontaktbereich verbunden. Vorteilhaf-
terweise sind bei diesem optoelektronischen Bauelement sowohl
die an der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips
angeordnete erste elektrische Anschlussfldche als auch die an
der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips angeord-
nete zweite elektrische Anschlussfldche unmittelbar mit dem
flexiblen Tragerstreifen verbunden, wodurch das optoelektro-
nische Bauelement einen besonders einfachen und kostenglinsti-
gen Aufbau aufweist. Dabei wird die Flexibilitdt des flexib-
len Tragerstreifens genutzt, um den Umklappabschnitt des fle-
xiblen Tragerstreifens um den optoelektronischen Halbleiter-
chip umgreifend anzuordnen. Zur Herstellung des optoelektro-
nischen Bauelements muss vorteilhafterweise lediglich die
erste elektrische Anschlussflache des optoelektronischen
Halbleiterchips an dem ersten Kontaktbereich des Tragerstrei-
fens ausgerichtet werden. Hierdurch wird die relative Anord-
nung zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem
flexiblen Tragerstreifen ausreichend genau festgelegt, um
auch die Verbindung zwischen der zweiten elektrischen An-
schlussflache des optoelektronischen Halbleiterchips und dem
zwelten Kontaktbereich des flexiblen Tradgerstreifens herstel-
len zu konnen. Dadurch ist die Herstellung des optoelektroni-
schen Bauelements vorteilhafterweise besonders einfach,

schnell und kostenginstig moéglich.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Tragerstreifen in dem Umklappabschnitt eine erste
Durchgangséffnung auf, die dem ersten Kontaktbereich benach-
bart ist. Dabei ist die erste Durchgangsdffnung an der ersten
elektrischen Anschlussfldche ausgerichtet. Die erste elektri-
sche Anschlussflache ist mittels eines zumindest teilweise in
der ersten Durchgangsdffnung angeordneten ersten Verbindungs-
materials elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich
verbunden. Das erste Verbindungsmaterial kann beispielsweise
ein UV-hartender, elektrisch leitender Klebstoff sein. Vor-
teilhafterweise ermdglich dies eine besonders einfache Befes-
tigung des ersten Kontaktbereichs des flexiblen Tragerstrei-
fens an der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiter-
chips, durch die gleichzeitig eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen dem ersten Kontaktbereich und der ersten
elektrischen Anschlussflache des optoelektronischen Halb-
leiterchips hergestellt wird. Vorteilhafterweise sind zur
Herstellung dieser elektrisch leitenden Verbindung weder
Drahtbondprozesse noch Hochtemperaturprozesse erforderlich,
was es ermdglicht, den flexiblen Tragerstreifen aus einem

kostenglinstigen Material auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die zweite elektrische Anschlussfldche mittels eines
zweiten Verbindungsmaterials elektrisch leitend mit dem zwei-
ten Kontaktbereich verbunden. Dabei weist der Tragerstreifen
eine zweite Durchgangsoffnung auf, die dem zweiten Kontaktbe-
reich benachbart ist. Das zweite Verbindungsmaterial er-
streckt sich durch die zweite Kontaktdéffnung zu einer Unter-
seite des Tragerstreifens. Vorteilhafterweise dient das zwei-
te Verbindungsmaterial dabei gleichzeitig zur mechanischen
Befestigung des zweiten Kontaktbereichs des Tragerstreifens
an der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips und
zur Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung zwi-
schen dem zweiten Kontaktbereich des Tragerstreifens und der
zweiten elektrischen Anschlussflache des optoelektronischen
Halbleiterchips. Gleichzeitig wird durch das sich durch die

zweite Durchgangsdéffnung in dem Tragerstreifen erstreckende
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zwelte Verbindungsmaterial eine thermisch leitende Verbindung
zwischen der Riickseite des optoelektronischen Halbleiterchips
und der Unterseite des Tragerstreifens hergestellt, die dazu
genutzt werden kann, im Betrieb des optoelektronischen Bau-
elements in dem optoelektronischen Halbleiterchip anfallende

Abwarme abzufihren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite Kontaktbereich an der Oberseite des Tréager-
streifens angeordnet. Vorteilhafterweise ist der zweite Kon-
taktbereich dadurch der Riickseite des optoelektronischen
Halbleiterchips zugewandt, wodurch eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen dem zweiten Kontaktbereich und der zwei-
ten elektrischen Anschlussfliche des optoelektronischen Halb-
leiterchips besonders einfach und zuverlassig herstellbar

ist.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind der erste Kontaktbereich und der zweite Kontaktbereich
an derselben Seite des Tragerstreifens angeordnet. Vorteil-
hafterweise ist der Tragerstreifen dadurch besonders einfach

und kostenglinstig herstellbar.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Tragerstreifen eine erste Leiterbahn auf, die
elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich verbunden
ist. Vorteilhafterweise kann die erste Leiterbahn des Trager-
streifens dazu genutzt werden, den optoelektronischen Halb-
leiterchip des optoelektronischen Bauelements mit elektri-
scher Spannung zu beaufschlagen. Die erste Leiterbahn kann
auch dazu dienen, den optoelektronischen Halbleiterchip des
optoelektronischen Bauelements elektrisch mit weiteren opto-
elektronischen Halbleiterchips des optoelektronischen Bauele-

ments zu verbinden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
erstreckt sich die Leiterbahn entlang einer Langsrichtung des

Tragerstreifens. Dabei ist der Umklappabschnitt um eine zur
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Langsrichtung parallele Achse gebogen. Vorteilhafterweise
ergibt sich dadurch eine besonders kompakte Ausfithrung des

optoelektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Tragerstreifen eine zweite Leiterbahn auf, die
elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich verbunden
ist. Vorteilhafterweise kann die zweite Leiterbahn dazu die-
nen, den optoelektronischen Halbleiterchip des optoelektroni-
schen Bauelements elektrisch mit weiteren optoelektronischen
Halbleiterchips des optoelektronischen Bauelements zu verbin-

den und mit elektrischer Spannung zu beaufschlagen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen weiteren optoelektronischen Halbleiterchip
auf. Dabei sind der optoelektronische Halbleiterchip und der
weitere optoelektronische Halbleiterchip des optoelektroni-
schen Bauelements in Langsrichtung hintereinander an dem Tra-
gerstreifen angeordnet. Es ist auch mdéglich, das optoelektro-
nische Bauelement mit einer noch héheren Zahl optoelektroni-
scher Halbleiterchips auszubilden, die hintereinander an dem
Tragerstreifen angeordnet sind. Dadurch weist das optoelekt-
ronische BRauelement eine langliche Streifenform auf, die sich
gut fir Beschilderungs- und Beleuchtungszwecke eignet. Die
optoelektronischen Halbleiterchips kénnen an dem Tragerstrei-
fen elektrisch in Reihe oder elektrisch parallel geschaltet
sein. Vorteilhafterweise ist das optoelektronische Bauelement

einfach aufgebaut und lédsst sich kostenglinstig herstellen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Tragerstreifen ein Folienmaterial auf. Dabei kann
das Folienmaterial ein kostenglinstiges Material sein, da zur
Herstellung des optoelektronischen Bauelements vorteilhafter-

weise keine Hochtemperaturprozesse erforderlich sind.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Oberseite des Tragerstreifens optisch reflektierend.

Vorteilhafterweise kann dadurch von dem optoelektronischen
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Halbleiterchip des optoelektronischen Bauelements in Richtung
zur Oberseite des Tragerstreifens emittierte elektromagneti-
sche Strahlung an der Oberseite des Tragerstreifens reflek-
tiert und dadurch einer Nutzung zugadnglich gemacht werden.
Dadurch erhéht sich vorteilhafterweise eine nutzbare Hellig-

keit des optoelektronischen Bauelements.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments umfasst Schritte zum Bereitstellen eines optoelektroni-
schen Halbleiterchips mit einer an einer Vorderseite ausge-
bildeten ersten elektrischen Anschlussflache und einer an ei-
ner Rilickseite ausgebildeten zweiten elektrischen Anschluss-
flache, zum Bereitstellen eines flexiblen Tragerstreifens mit
einem elektrisch leitenden ersten Kontaktbereich und einem
elektrisch leitenden zweiten Kontaktbereich, wobei der erste
Kontaktbereich an einem Umklappabschnitt des Tragerstreifens
angeordnet ist, zum Anordnen des optoelektronischen Halb-
leiterchips derart, dass die Vorderseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips einer Oberseite des Umklappabschnitts
des Tragerstreifen zugewandt und der erste Kontaktbereich an
der ersten elektrischen Anschlussfldche ausgerichtet ist, zum
Herstellen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen der
ersten elektrischen Anschlussfldche und dem ersten Kontaktbe-
reich, und zum Biegen des Umklappabschnitts, um die Riickseite
des optoelektronischen Halbleiterchips der Oberseite des Tra-
gerstreifens zuzuwenden und die zweite elektrische Anschluss-
flédche elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich zu
verbinden. Dieses Verfahren ermdglicht die Herstellung eines
optoelektronischen Bauelements mit kompakten Abmessungen. Da-
bei werden sowohl die an der Vorderseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips ausgebildete erste elektrische An-
schlussflache als auch die an der Riickseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips ausgebildete zweite elektrische An-
schlussflache des optoelektronischen Halbleiterchips mittels
des flexiblen Tragerstreifens elektrisch kontaktiert, wobei
die Flexibilitat des Tragerstreifens ausgenutzt wird. Hier-
durch sind zur Herstellung des optoelektronischen Bauelements

weder zeit- und kostenintensive Drahtbondprozesse erforder-
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lich, noch sind Hochtemperaturprozesse zum Ldten notwendig,
die eine Hochtemperaturbestandigkeit des Tradgerstreifens er-
forderlich machen wiirden. Dadurch kann bei diesem Verfahren
vorteilhafterweise ein Tragerstreifen aus einem kostenglinstig
erhaltlichen Material verwendet werden. Das Verfahren erfor-
dert vorteilhafterweise lediglich einen einzigen Schritt zur
Ausrichtung des ersten Kontaktbereichs an der ersten elektri-
schen Anschlussfldche des optoelektronischen Halbleiterchips.
Hierdurch ergibt sich die weitere relative Ausrichtung zwi-
schen dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem flexiblen
Tragerstreifen mit ausreichender Genauigkeit, wodurch das
Verfahren besonders einfach, schnell und kostenglinstig durch-

fuhrbar ist.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der flexible
Tragerstreifen mit einer in einem Umklappabschnitt angeordne-
ten ersten Durchgangséffnung bereitgestellt, die dem ersten
Kontaktbereich benachbart ist. Dabei wird die erste Durch-
gangsoffnung an der ersten elektrischen Anschlussfldche aus-
gerichtet. Ein erstes Verbindungsmaterial wird zumindest
teilweise in der ersten Durchgangsdffnung angeordnet, um die
erste elektrische Anschlussfldche elektrisch leitend mit dem
ersten Kontaktbereich zu verbinden. Vorteilhafterweise kann
das erste Verbindungsmaterial dabei beispielsweise von der
Unterseite des Tragerstreifens her durch die erste Durch-
gangsdffnung gedriickt werden, um die mechanische und elektri-
sche Verbindung zwischen der ersten Anschlussfldche des opto-
elektronischen Halbleiterchips und dem ersten Kontaktbereich
des Tragerstreifens herzustellen. Dadurch ist das Verfahren
vorteilhafterweise besonders einfach und kostenglinstig durch-
fihrbar.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird als erstes Ver-
bindungsmaterial ein UV-hdrtender, elektrisch leitender Kleb-
stoff verwendet. Dies ermdglicht es, den Klebstoff nach dem
Anbringen an dem optoelektronischen Bauelement durch eine UV-
Bestrahlung auszuhadrten, was eine einfache Durchfihrung des

Verfahrens ermdglicht.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der flexible
Tragerstreifen mit einer dem zweiten Kontaktbereich benach-
barten zweiten Durchgangsdffnung bereitgestellt. Die zweite
elektrische Anschlussfldche wird mittels eines zweiten Ver-
bindungsmaterials elektrisch leitend mit dem zweiten Kontakt-
bereich verbunden, derart, dass das zweite Verbindungsmateri-
al zumindest teilweise durch die zweite Durchgangsoffnung ge-
drickt wird. Dabei kann das zweite Verbindungsmaterial bei-
spielsweise vor dem Biegen des Umklappabschnitts an der Rick-
seite des optoelektronischen Halbleiterchip angeordnet wer-
den. Das sich durch die zweite Durchgangsdffnung drickende
zwelite Verbindungsmaterial stellt dann vorteilhafterweise ei-
ne thermisch leitende Verbindung zwischen der Riickseite des
optoelektronischen Halbleiterchips und der Unterseite des
Tragerstreifens her, die dazu dienen kann, im Betrieb des
durch das Verfahren erhdaltlichen optoelektronischen Bauele-
ments in dem optoelektronischen Halbleiterchip anfallende Ab-
warme von dem optoelektronischen Halbleiterchip abzufiihren.
Vorteilhafterweise erfordert die Herstellung der elektrischen
und mechanischen Verbindung zwischen der zweiten elektrischen
Anschlussflache des optoelektronischen Halbleiterchips und
dem zweiten Kontaktbereich des Tragerstreifens nach diesem
Verfahren keine sonderlich genaue Ausrichtung des zweiten
Kontaktbereichs und der zweiten elektrischen Anschlussfléache
aneinander, wodurch das Verfahren einfach und kostenginstig

durchfiuhrbar ist.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden die erste
Durchgangséffnung und/oder die zweite Durchgangséffnung durch
Stanzen angelegt. Vorteilhafterweise ermdglicht dies eine

einfache und kostenglinstige Durchfihrung des Verfahrens.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-

spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
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tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Figur 1 eine Ansicht eines optoelektronischen Halbleiterchips
und eines Tragerstreifens zur Herstellung eines optoelektro-

nischen Bauelements:

Figur 2 eine geschnittene Seitenansicht des Tragerstreifens

und des optoelektronischen Halbleiterchips;

Figur 3 eine weitere geschnittene Seitenansicht des Trager-
streifens und des optoelektronischen Halbleiterchips in einem

nachfolgenden Bearbeitungsstand;

Figur 4 eine perspektivische Darstellung des aus dem Trager-
streifen und dem optoelektronischen Halbleiterchip herge-

stellten optoelektronischen Bauelements; und

Figur 5 eine geschnittene Seitenansicht eines weiteren Tra-

gerstreifens.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Trager-
streifens 100 und eines optoelektronischen Halbleiterchips
200, die zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements
vorgesehen sind. Das optoelektronische Bauelement ist dazu
vorgesehen, elektromagnetische Strahlung, beispielsweise
sichtbares Licht, zu emittieren und kann beigspielsweise fir

Beleuchtungszwecke oder zur Beschilderung dienen.

Der Trédgerstreifen 100 ist zur mechanischen Halterung des
optoelektronischen Halbleiterchips 200 und zur elektrischen
Kontaktierung des optoelektronischen Halbleiterchips 200 vor-
gesehen. Der Tragerstreifen 100 weist ein dinnes und flexib-
les Material auf, beispielsweise ein Folienmaterial. Der Tréa-
gerstreifen 100 kann beispielsweise einen Kunststoff aufwei-

sen, beispielsweise ein Polyester.
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Der Tréagerstreifen 100 weist eine in Figur 1 sichtbare Unter-
seite 102 und eine der Unterseite 102 gegeniiberliegende Ober-
seite 101 auf. Der Tragerstreifen 100 ist als im Wesentlichen
ladnglicher Streifen ausgebildet, der sich in eine Langsrich-
tung 103 erstreckt. In Figur 1 ist lediglich ein Langsab-
schnitt des sich in Langsrichtung 103 erstreckenden Trager-

streifens 100 dargestellt.

Der Trédgerstreifen 100 umfasst einen Bandabschnitt 110 und
einen Umklappabschnitt 120. Der Bandabschnitt 110 umfasst den
Hauptteil des in Figur 1 gezeigten Abschnitts des Trager-
streifens 100 und ist als sich in Langsrichtung 103 erstre-
ckendes Band ausgebildet. Der Bandabschnitt 110 des Trager-
streifens 100 kann sich in Langsrichtung 103 beidseitig lber

den in Figur 1 gezeigten Abschnitt hinaus fortsetzen.

Der Umklappabschnitt 120 wird durch einen senkrecht zur
Langsrichtung 103 orientierten Abschnitt des Tragerstreifens
100 gebildet. Der Umklappabschnitt 120 erstreckt sich bevor-
zugt in zur Langsrichtung 103 senkrechte Richtung iber eine
Seitenkante des Bandabschnitts 110 des Tragerstreifens 100
hinaus. Der Umklappabschnitt 120 bildet damit eine seitlich
am Bandabschnitt 110 angeordnete Lasche. Zusédtzlich ist der
Umklappabschnitt 120 im in Figur 1 gezeigten Beispiel des
Tragerstreifens 100 durch zwei zum Umklappabschnitt 120 pa-
rallele Ausnehmungen 121 des Bandabschnitts 110 teilweise
freigestellt. Dies ermdglicht es, den Umklappabschnitt 120
relativ zu dem Bandabschnitt 110 des Tragerstreifens 100 um

eine zur Langsrichtung 103 parallele Achse umzuklappen.

An der Unterseite 102 des Tragerstreifens 100 ist eine erste
Leiterbahn 130 angeordnet. Die erste Leiterbahn 130 ist
elektrisch leitend und kann beispielsweise ein Metall aufwei-
sen. Die erste Leiterbahn 130 erstreckt sich im Bandabschnitt
110 des Tragerstreifens 100 entlang der Langsrichtung 103. Im
Umklappabschnitt 120 des Tragerstreifens 100 ist an der Un-
terseite 102 des Tragerstreifens 100 ein erster Kontaktbe-

reich 135 ausgebildet, der elektrisch leitend mit der ersten
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Leiterbahn 130 verbunden ist. Die erste Leiterbahn 130 stellt
damit eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem ersten
Kontaktbereich 135 und einer in Figur 1 nicht gezeigten aule-
ren Anschluss- oder Kontaktfldche des Tragerstreifens 100

her.

Der Tragerstreifen 100 weist eine in dem Umklappabschnitt 120
angeordnete erste Durchgangsdffnung 150 auf, die sich zwi-
schen der Oberseite 101 und der Unterseite 102 des Trager-
streifens 100 erstreckt. Die Durchgangsoffnung 150 kann bei-
spielsweise durch einen Stanzprozess in dem Tragerstreifen

100 angelegt werden.

Der erste Kontaktbereich 135 an der Unterseite 102 des Tra-
gerstreifens 100 ist der ersten Durchgangsdffnung 150 unmit-
telbar benachbart. Im dargestellten Beispiel umgibt der erste
Kontaktbereich 135 die Durchgangsdéffnung 150 an der Untersei-
te 102 des Tragerstreifens 100 ringfoérmig. Der erste Kontakt-
bereich 135 kann beispielsweise als ringfdérmig um die erste
Durchgangsdéffnung 150 angeordnete Metallisierung ausgebildet
sein. Es ist mdglich, den ersten Kontaktbereich 135 bei der
Herstellung des Tragerstreifens 100 zunachst flachig auszu-
bilden, beispielsweise als kreisscheibenfdrmige Metallisie-
rung. AnschlieRend kann ein Teil des ersten Kontaktbereichs
135 beim Anlegen der ersten Durchgangsdffnung 150 entfernt

werden.

An der Oberseite 101 des Tréadgerstreifens 100 ist im Bandab-
schnitt 110 des Tragerstreifens 100 ein zweiter Kontaktbe-
reich 145 ausgebildet und elektrisch leitend mit einer an der
Oberseite 101 des Tréagerstreifens 100 angeordneten zweiten
Leiterbahn 140 verbunden. Auch die zweite Leiterbahn 140 er-
streckt sich in Langsrichtung 103 entlang des Bandabschnitts
110 des Tragerstreifens 100. Die zweite Leiterbahn 140 stellt
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem zweiten Kon-
taktbereich 145 und einer weiteren Anschluss- oder Kontakt-
flédche des Tragerstreifens 100 her, die in Figur 1 nicht

sichtbar ist. Der zweite Kontaktbereich 145 weist im in Figur
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1 dargestellten Beispiel des Tragerstreifens 100 eine groRere
Flache auf als der erste Kontaktbereich 135.

Im Bandabschnitt 110 weist der Tragerstreifen 100 eine zweite
Durchgangsdéffnung 160 auf, die sich zwischen der Oberseite
101 und der Unterseite 102 des Tragerstreifens 100 erstreckt
und beispielsweise durch einen Stanzprozess hergestellt wer-
den kann. Die zweite Durchgangsoffnung 160 ist dem zweiten
Kontaktbereich 145 benachbart. Im in Figur 1 gezeigten Bei-
spiel umschlieRt der zweite Kontaktbereich 145 die zweite
Durchgangsdéffnung 160 ringfdérmig. Es ist moglich, die zweite
Durchgangsdffnung 160 erst nach dem Anlegen des zweiten Kon-
taktbereichs 145 auszubilden.

Der optoelektronische Halbleiterchip 200 ist dazu ausgebil-
det, elektromagnetische Strahlung, beispielsweise sichtbares
Licht, zu emittieren. Der optoelektronische Halbleiterchip
200 kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein.
Der optoelektronische Halbleiterchip 200 weist eine in Figur
1 sichtbare Vorderseite 201 und eine der Vorderseite 201 ge-
geniiberliegende Rickseite 202 auf. Die Vorderseite 201 bildet
eine Strahlungsemissionsflache des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200. Im Betrieb des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 wird elektromagnetische Strahlung an der Vor-
derseite 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 abge-
strahlt.

Der optoelektronische Halbleiterchip 200 weist an seiner Vor-
derseite 201 eine erste elektrische Anschlussflache 210 und
an seiner Rickseite 202 eine zweite elektrische Anschlussfla-
che 220 auf. Uber die erste elektrische Anschlussflidche 210
und die zweite elektrische Anschlussflache 220 kann der opto-
elektronische Halbleiterchip 200 mit elektrischer Spannung
und elektrischem Strom beaufschlagt werden, um den optoelekt-
ronischen Halbleiterchip 200 zur Emission elektromagnetischer
Strahlung zu veranlassen. Die erste elektrische Anschlussfla-
che 210 kann beispielsweise in einem Eckbereich der Vorder-

seite 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 ausge-
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bildet sein. Die zweite elektrische Anschlussfliache 220 kann
beispielsweise durch die gesamte Riickseite 202 des optoelekt-

ronischen Halbleiterchips 200 gebildet sein.

Figur 2 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragerstreifens 100 und des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 in einem der Darstellung der Figur 1 zeitlich
nachfolgenden BRearbeitungsstand. Dabei sind der optoelektro-
nische Halbleiterchip 200 und der Tragerstreifen 100 an einer
senkrecht zur Langsrichtung 103 orientierten und sich durch

den Umklappabschnitt 120 erstreckenden Ebene geschnitten.

Um zu dem in Figur 2 gezeigten Bearbeitungsstand zu gelangen,
wird, ausgehend vom in Figur 1 dargestellten Bearbeitungs-
stand, zundchst der optoelektronische Halbleiterchip 200 der-
art relativ zu dem Tréadgerstreifen 100 positioniert, dass die
Vorderseite 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200
der Oberseite 101 des Umklappabschnitts 120 des Tragerstrei-
fens 100 zugewandt ist. Dabei wird die an der Vorderseite 201
des optoelektronischen Halbleiterchips 200 ausgebildete erste
elektrische Anschlussflache 210 an der ersten Durchgangsoff-
nung 150 und am ersten Kontaktbereich 135 des Tragerstreifens
100 ausgerichtet. Damit werden der optoelektronische Halb-
leiterchip 200 und der Tragerstreifen 100 so aneinander aus-
gerichtet, dass die erste elektrische Anschlussfldche 210 des
optoelektronischen Halbleiterchips 200 von der Unterseite 102
des Tragerstreifens 100 her durch die erste Durchgangséffnung

150 des Tragerstreifens 100 zugdnglich ist.

AnschlieBend wird eine elektrisch leitende Verbindung zwi-
schen der ersten elektrischen Anschlussfldche 210 des opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 und dem ersten Kontaktbe-
reich 135 des Tréagerstreifens 100 hergestellt. Die elektrisch
leitende Verbindung kann beispielsweise mittels eines ersten
Verbindungsmaterials 300 hergestellt werden, das von der Un-
terseite 102 des Tragerstreifens 100 her teilweise auf dem
ersten Kontaktbereich 135 an der Unterseite 102 des Trager-

streifens 100 und teilweise in der ersten Durchgangséffnung
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150 des Tragerstreifens 100 angeordnet wird. Dabei geradt das
erste Verbindungsmaterial 300 durch die erste Durchgangsoff-
nung 150 in Kontakt mit der ersten elektrischen Anschlussfla-
che 210 und stellt damit eine elektrisch leitende Verbindung
zwischen der ersten elektrischen Anschlussfldche 210 des
optoelektronischen Halbleiterchips 200 und dem ersten Kon-

taktbereich 135 des Tragerstreifens 100 her.

Das erste Verbindungsmaterial 300 kann beispielsweise ein UV-
hdrtender, elektrisch leitender Klebstoff sein. In diesem
Fall kann das erste Verbindungsmaterial 300 nach dem Herstel-
len der elektrisch leitenden Verbindung zwischen der ersten
elektrischen Anschlussfldche 210 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 und dem ersten Kontaktbereich 135 des Trager-
streifens 100 durch eine Bestrahlung mit UV-Licht ausgehédrtet

werden.

Zusatzlich zu der elektrisch leitenden Verbindung zwischen
der ersten elektrischen Anschlussfldche 210 und dem ersten
Kontaktbereich 135 stellt das erste Verbindungsmaterial 300
auch eine mechanische Verbindung zwischen dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip 200 und dem Umklappabschnitt 120 des

Tragerstreifens 100 her.

AnschlieBend wird ein zweites Verbindungsmaterial 310 an der
Rickseite 202 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 an-
geordnet. Das zweite Verbindungsmaterial 310 kann beispiels-
weise ein elektrisch leitender Klebstoff oder ein anderes zur
elektrisch leitenden Befestigung von Halbleiterchips (also
zur Herstellung von Chipbond-Verbindungen) gebrauchliches
Verbindungsmaterial sein. Das zweite Verbindungsmaterial 310
kann beispielsweise in Form einer Paste an der Rickseite 202
des optoelektronischen Halbleiterchips 200 angeordnet werden.
Dabei wird das zweite Verbindungsmaterial 310 derart an der
Rickseite 202 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 an-
geordnet, dass eine elektrisch leitende Verbindung zwischen

der an der Riickseite 202 des optoelektronischen Halbleiter-
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chips 200 ausgebildeten zweiten elektrischen Anschlussflédche

220 und dem zweiten Verbindungsmaterial 310 entsteht.

Damit ist der in Figur 2 dargestellte Bearbeitungsstand er-
reicht. Figur 3 zeigt eine schematische geschnittene Seiten-
ansicht eines optoelektronischen Bauelements 10, das durch

weitere Bearbeitungsschritte aus dem Tragerstreifen 100 und
dem optoelektronischen Halbleiterchip 200 gebildet wird. Fi-
gur 4 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines

Teils des optoelektronischen Bauelements 10.

Ausgehend von dem in Figur 2 gezeigten Bearbeitungsstand wird
der Umklappabschnitt 120 des Tragerstreifens 100 mit dem da-
ran befestigten optoelektronischen Halbleiterchip 200 um eine
zur Langsrichtung 103 des Tragerstreifens 100 parallele Achse
104 umgeklappt, wodurch die Riickseite 202 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 200 zur Oberseite 101 des Bandab-
schnitts 110 des Tragerstreifens 100 bewegt wird. Der Umklap-
pabschnitt 120 des Tragerstreifens 100 wird dabei so weit um-
gebogen, bis die Riickseite 202 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 am zweiten Kontaktbereich 145 des Trager-
streifens 100 an der Oberseite 101 des Bandabschnitts 110 des
Tragerstreifens 100 anliegt. Selbstverstandlich kdénnen der
optoelektronische Halbleiterchip 200 und der Umklappabschnitt
120 alternativ auch festgehalten und der Bandabschnitt 110

des Tragerstreifens 100 bewegt werden.

Das an der Rickseite 202 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 200 angeordnete zweite Verbindungsmaterial 310 stellt
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der an der Rick-
seite 202 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 ausge-
bildeten zweiten elektrischen Anschlussflache 220 und dem
zweiten Kontaktbereich 145 des Tragerstreifens 100 her. Dabei
wird das zweite Verbindungsmaterial 310 zumindest teilweise
durch die zweite Durchgangsdffnung 160 des Tragerstreifens
100 gedrickt und stellt dadurch eine thermisch und elektrisch
leitende Verbindung zwischen der Riickseite 202 des optoelekt-

ronischen Halbleiterchips 200 und der Unterseite 102 des Tra-
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gerstreifens 100 her. Aulerdem stellt das zweite Verbindungs-
material 310 eine mechanische Verbindung zwischen der Rick-
seite 202 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und dem
zweiten Kontaktbereich 145 an der Oberseite 101 des Trager-
streifens 100. Dadurch verbleibt der Umklappabschnitt 120 in

seiner um die Achse 104 gebogenen Anordnung.

Bei dem optoelektronischen Bauelement 10 ist die erste elekt-
rische Anschlussfldche 210 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 200 iber das erste Verbindungsmaterial 300 und den ers-
ten Kontaktbereich 135 elektrisch leitend mit der ersten Lei-
terbahn 130 des Tragerstreifens 100 verbunden. Die zweite
elektrische Anschlussflédche 220 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 ist iUber das zweite Verbindungsmaterial 310
und den zweiten Kontaktbereich 145 elektrisch leitend mit der
zweiten Leiterbahn 140 des Tragerstreifens 100 verbunden.
Dadurch kann der optoelektronische Halbleiterchip 200 tber
die erste Leiterbahn 130 und die zweite Leiterbahn 140 mit
elektrischer Spannung und mit elektrischem Strom beaufschlagt

werden.

Das zumindest teilweise in der zweiten Durchgangsdéffnung 160
des Tragerstreifens 100 angeordnete und an der Unterseite 102
des Bandabschnitts 110 des Tradgerstreifens 100 zugangliche
zweite Verbindungsmaterial 310 kann dazu dienen, den opto-
elektronischen Halbleiterchip 200 thermisch an eine Warmesen-
ke anzukoppeln. Hierzu wird das in der zweiten Durchgangsoff-
nung 160 angeordnete zweite Verbindungsmaterial 310 an der
Unterseite 102 des Tragerstreifens 100 thermisch leitend mit
der Warmesenke verbunden. Im Betrieb des optoelektronischen
Bauelements 10 in dem optoelektronischen Halbleiterchip 200
anfallende Abwarme kann dann Uber die Riickseite 202 des opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 und das zweite Verbin-

dungsmaterial 310 zur Warmesenke abflieflen.

Der Trédgerstreifen 100 des optoelektronischen Bauelements 10
kann entlang seiner Langsrichtung 103 weitere Umklappab-

schnitte 120 aufweisen, denen jeweils weitere erste Kontakt-
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bereiche 135 und weitere zweite Kontaktbereiche 145 zugeord-
net sind. In diesen Langsabschnitten des Tradgerstreifens 100
des optoelektronischen Bauelements 10 kdnnen weitere opto-
elektronische Halbleiterchips 200 angeordnet sein. Bevorzugt
weist das optoelektronische Bauelement 10 damit in Langsrich-
tung 103 sich wiederholende und im Wesentlichen identische
Abschnitte auf. Die optoelektronischen Halbleiterchips 200
des optoelektronischen Bauelements 10 kdnnen beispielsweise
in einer elektrischen Reihenschaltung oder einer elektrischen

Parallelschaltung angeordnet sein.

Die Oberseite 101 des Tragerstreifens 100 kann optisch re-
flektierend ausgebildet sein. Insbesondere kann die Oberseite
101 des Tragerstreifens 100 eine hohe Reflektivitat fiir durch
den optoelektronischen Halbleiterchip 200 emittierte elektro-
magnetische Strahlung aufweisen. Hierdurch kann sich eine
nutzbare Helligkeit des optoelektronischen Bauelements 10 er-

hohen.

Figur 5 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und eines Trager-
streifens 1100. Der Tragerstreifen 1100 entspricht, bis auf
die nachfolgend erlauterten Unterschiede, dem Tragerstreifen
100 der Figuren 1 bis 4. Entsprechende Komponenten sind in
Figur 5 mit denselben Bezugszeichen versehen wie in Figuren 1
bis 4. Der in Figur 5 gezeigte Tragerstreifen 1100 kann al-

ternativ zu dem Tragerstreifen 100 verwendet werden.

Der Tréagerstreifen 1100 unterscheidet sich von dem Trager-
streifen 100 dadurch, dass der erste Kontaktbereich 135 und
die erste Leiterbahn 130 an der Oberseite 101 des Trager-
streifens 1100 angeordnet sind. Der erste Kontaktbereich 135
ist wiederum der ersten Durchgangsdffnung 150 im Umklappab-

schnitt 120 des Tragerstreifens 1100 benachbart.

Der optoelektronische Halbleiterchip 200 ist derart am Tra-
gerstreifen 1100 angeordnet, dass die Vorderseite 201 des

optoelektronischen Halbleiterchips 200 der Oberseite 101 des
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Umklappabschnitts 120 des Tragerstreifens 1100 zugewandt ist.
Dabei ist die erste elektrische Anschlussflache 210 des opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 an der ersten Durchgangs-
6ffnung 150 und dem ersten Kontaktbereich 135 des Trager-
streifens 1100 ausgerichtet. Da der erste Kontaktbereich 135
an der QOberseite 101 des Tragerstreifens 1100 angeordnet ist,
besteht ein direkter Kontakt zwischen der ersten elektrischen
Anschlussflache 210 des optoelektronischen Halbleiterchips
200 und dem ersten Kontaktbereich 135 des Tragerstreifens
1100.

In einem der Darstellung der Figur 5 nachfolgenden Bearbei-
tungsschritt kann das erste Verbindungsmaterial 300 von der
Unterseite 102 des Tragerstreifens 1100 her in die erste
Durchgangsdéffnung 150 eingebracht werden, um die erste elekt-
rische Anschlussflache 210 mechanisch und elektrisch mit dem
ersten Kontaktbereich 135 des Tragerstreifens 1100 zu verbin-
den. Alternativ kann das erste Verbindungsmaterial 300 aller-
dings auch bereits vor dem Anordnen des optoelektronischen
Halbleiterchips 200 an dem ersten Kontaktbereich 135 an der
ersten elektrischen Anschlussfldche 210 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 200 und/oder an dem ersten Kontaktbe-

reich 135 des Tréagerstreifens 1100 angeordnet werden.

Die weitere Bearbeitung des Tragerstreifens 1100 und des
optoelektronischen Halbleiterchips 200 kann auf die anhand

der Figuren 1 bis 4 erliuterte Weise erfolgen.

In einer in den Figuren nicht dargestellten weiteren alterna-
tiven Ausgestaltung des Tragerstreifens kdnnen der zweite
Kontaktbereich 145 und die zweite Leiterbahn 140 an der Un-
terseite 102 des Tragerstreifens angeordnet sein. Der erste
Kontaktbereich 135 und die erste Leiterbahn 130 kdnnen dabei
wahlweise an der Oberseite 101 oder an der Unterseite 102 des

Tragerstreifens angeordnet sein.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfihrungsbei-

spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
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findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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zweite Durchgangsoffnung

optoelektronischer Halbleiterchip
Vorderseite
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zwelte elektrische Anschlussfléache

erstes Verbindungsmaterial

zweltes Verbindungsmaterial

Tragerstreifen
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (10)
mit einem flexiblen Tradgerstreifen (100, 1100) und einem
optoelektronischen Halbleiterchip (200),
wobei an einer Vorderseite (201) des optoelektronischen
Halbleiterchips (200) eine erste elektrische Anschluss-
flache (210) und an einer Rickseite (202) des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips (200) eine zweite elektrische
Anschlussflache (220) ausgebildet ist,
wobei an dem Tragerstreifen (100, 1100) ein elektrisch
leitender erster Kontaktbereich (135) und ein elektrisch
leitender zweiter Kontaktbereich (145) ausgebildet sind,
wobei der erste Kontaktbereich (135) an einem Umklappab-
schnitt (120) des Tragerstreifens (100, 1100) angeordnet
ist,
wobei die Riickseite (202) des optoelektronischen Halb-
leiterchips (200) einer QOberseite (101) des Tragerstrei-
fens (100, 1100) =zugewandt ist,
wobei die Oberseite (101) des Umklappabschnitts (120) des
Tragerstreifens (100, 1100) der Vorderseite (201) des
optoelektronischen Halbleiterchips (200) zugewandt ist,
wobei die erste elektrische Anschlussflache (210)
elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich (135)
verbunden ist,
wobei die zweite elektrische Anschlussflache (220)
elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich (145)

verbunden 1st.

2. Optoelektronisches Bauelement (10) gemall Anspruch 1,
wobei der Tragerstreifen (100, 1100) in dem Umklappab-
schnitt (120) eine erste Durchgangsoffnung (150) auf-
weist, die dem ersten Kontaktbereich (135) benachbart
ist,
wobei die erste Durchgangsdoffnung (150) an der ersten
elektrischen Anschlussflache (210) ausgerichtet ist,
wobei die erste elektrische Anschlussflache (210) mittels

eines zumindest teilweise in der ersten Durchgangséffnung
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(150) angeordneten ersten Verbindungsmaterials (300)
elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich (135)

verbunden 1st.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die zweite elektrische Anschlussflache (220) mit-
tels eines zweiten Verbindungsmaterials (310) elektrisch
leitend mit dem zweiten Kontaktbereich (145) verbunden
ist,

wobei der Tragerstreifen (100, 1100) eine zweite Durch-
gangsoffnung (160) aufweist, die dem zweiten Kontaktbe-
reich (145) benachbart ist,

wobei sich das zweite Verbindungsmaterial (310) durch die
zweite Kontaktdffnung (145) zu einer Unterseite (102) des

Tragerstreifens (100, 1100) erstreckt.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobei der zweite Kontaktbereich (145) an der QOberseite

(101) des Tragerstreifens (100, 1100) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der erste Kontaktbereich (135) und der zweite Kon-
taktbereich (145) an derselben Seite (101, 102) des Tra-

gerstreifens (1100) angeordnet sind.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Tragerstreifen (100, 1100) eine erste Leiter-
bahn (130) aufweist, die elektrisch leitend mit dem ers-
ten Kontaktbereich (135) verbunden ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 6,
wobei sich die erste Leiterbahn (130) entlang einer
Langsrichtung (103) des Tragerstreifens (100, 1100) er-

streckt,

PCT/EP2015/066080
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wobei der Umklappabschnitt (120) um eine zur Langsrich-

tung (103) parallele Achse (104) gebogen ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Tragerstreifen (100, 1100) eine zweite Leiter-
bahn (140) aufweist, die elektrisch leitend mit dem zwei-

ten Kontaktbereich (145) verbunden ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei das optoelektronische Bauelement (10) einen weite-
ren optoelektronischen Halbleiterchip (200) aufweist,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (200) und der
weitere optoelektronische Halbleiterchip (200) in La&ngs-
richtung (103) hintereinander an dem Tragerstreifen (100,

1100) angeordnet sind.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei der Tragerstreifen (100, 1100) ein Folienmaterial

aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei die Oberseite (101) des Tragerstreifens (100, 1100)

optisch reflektierend ist.

.Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-

ments (10)

mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines optoelektronischen Halbleiterchips
(200) mit einer an einer Vorderseite (201) ausgebildeten
ersten elektrischen Anschlussfldche (210) und einer an
einer Riickseite (202) ausgebildeten zweiten elektrischen
Anschlussflache (220);

- Bereitstellen eines flexiblen Tragerstreifens (100,

1100) mit einem elektrisch leitenden ersten Kontaktbe-
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reich (135) und einem elektrisch leitenden zweiten Kon-
taktbereich (145), wobei der erste Kontaktbereich (135)
an einem Umklappabschnitt (120) des Tragerstreifens (100,
1100) angeordnet ist;

- Anordnen des optoelektronischen Halbleiterchips (200)
derart, dass die Vorderseite (201) des optoelektronischen
Halbleiterchips (200) einer Oberseite (101) des Umklapp-
abschnitts (120) des Tragerstreifens (100, 1100) zuge-
wandt und der erste Kontaktbereich (135) an der ersten
elektrischen Anschlussflache (210) ausgerichtet ist;

- Herstellen einer elektrisch leitenden Verbindung zwi-
schen der ersten elektrischen Anschlussflache (210) und
dem ersten Kontaktbereich (135);

- BRiegen des Umklappabschnitts (120), um die Rlckseite
(202) des optoelektronischen Halbleiterchips (200) der
Oberseite (101) des Tragerstreifens (100, 1100) zuzuwen-
den und die zweite elektrische Anschlussflache (220)
elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich (145)

zu verbinden.

13.Verfahren gemadl Anspruch 12,
wobei der flexible Tragerstreifen (100, 1100) mit einer
in einem Umklappabschnitt (120) angeordneten ersten
Durchgangséffnung (150) bereitgestellt wird, die dem ers-
ten Kontaktbereich (135) benachbart ist,
wobei die erste Durchgangsdoffnung (150) an der ersten
elektrischen Anschlussflache (210) ausgerichtet wird,
wobei ein erstes Verbindungsmaterial (300) zumindest
teilweise in der ersten Durchgangsdéffnung (150) angeord-
net wird, um die erste elektrische Anschlussflache (210)
elektrisch leitend mit dem ersten Kontaktbereich (135) =zu

verbinden.

14 .Verfahren gemdl Anspruch 13,
wobei als erstes Verbindungsmaterial (300) ein UV-

hdrtender, elektrisch leitender Klebstoff verwendet wird.
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Verfahren gemal einem der Anspriiche 12 bis 14,

wobei der flexible Tragerstreifen (100, 1100) mit einer
dem zweiten Kontaktbereich (145) benachbarten zweiten
Durchgangsdéffnung (160) bereitgestellt wird,

wobei die zweite elektrische Anschlussflache (220) derart
mittels eines zweiten Verbindungsmaterials (310)
elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktbereich (145)
verbunden wird, dass das zweite Verbindungsmaterial (310)
zumindest teilweise durch die zweite Durchgangsdffnung
(160) gedriickt wird.

Verfahren gemalB einem der Anspriiche 13 bis 15,
wobel die erste Durchgangsdffnung (150) und/oder die
zweite Durchgangsoffnung (160) durch Stanzen angelegt

werden.
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